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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
THERMAL MANAGEMENT FOR CABINETS IN ACCORDANCE
WITH IEC 60297 AND IEC 60917 SERIES -

Part 2: Design guide: Method for the determination
of forced air-cooling structure

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatigr fgrstandardizationcomprising
aII natlonal electrotechmcal commlttees (IEC Natlonal Commlttees) 2 E S

this end and in add|t|on to other activities,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and

with the International Organization for Standardization (I
agreement between the two organizations.

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end

5| e Xor the way in which they are used or for any
C Nationgl Lommittees undertake to apply IEC Publications

their mational and regional publications. Any divergence

4) In order to promote intern
transparently to the maxi
between any IEC Public
the latter.

5) IEC itself does vie any ation af capformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services a i . accgss to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

services carried out b

6) All users should &nhsuxe ve the fatest edition of this publication

7) No liability sha EC or\i{s directors, employees, servants or agents including individual experts and
members ofts te ittees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damag atlye whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenges axisiug publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable forthe cotrect application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. In
exceptional circumstances, a technical committee may propose the publication of a technical
specification when

» the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard,
despite repeated efforts, or

+ the subject is still under technical development or where, for any other reason, there is the
future but no immediate possibility of an agreement on an International Standard.

Technical specifications are subject to review within three years of publication to decide
whether they can be transformed into International Standards.

IEC 62610-2 TS Ed.1.0, which is a technical specification, has been prepared by
subcommittee 48D: Mechanical structures for electronic equipment, of IEC technical
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committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic
equipment.

The text of this technical specification is based on the following documents:

Enquiry draft Report on voting
48D/459/DTS 48D/470/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical specification can be found in
the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directjyve

A list of all parts of IEC 62610 series, under the general title b
electronic equipment — Thermal management for cabinets in acg a ; EC0297 and
IEC 60917 series, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publisationwilNfemainyunchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under tpiwebstaretec.ch" in the data

+ transformed into an International standard,
* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
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INTRODUCTION

Power dissipation of high-end servers, telecommunication equipment and electronic
controllers has been increasing rapidly (Moore’s law). Thermal management for electronic
systems has become critical to maintain performance and reliability.

For a long time convection air cooling was an adequate and reliable solution. Typically, the
cooled air entered a system on the bottom and the heated air exits at the top. However, with
increasing packaging density heat dissipation of components required “compartmentalizing” of
functions within a cabinet. Individual subracks and chassis require their own individual cooling
solutions often enhanced by forced air devices such as fans.

In the absence of any guide, subrack and chassis designers typical d\their cooling

grator with a

a cabinet
< preventing
e factors may be

An improper arrangement of multiple subracks and/or chassis
may cause a severe imbalance of airflow and/or unwa '
effective cooling of the cabinet installed equipment. Two
triggered by such an imbalanced airflow and/or unwanie

The required airflow volume to each individual cabingt moun nt may fall short. The
air-intake temperature of each cabinet mounted or Chassis may increase as
exhaust air of one equipment may |ncr ure of another equipment.

cabinet integrator to provide for compatibleﬁ
This guide is based on the s uctures g

series of standards.

9,
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MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
THERMAL MANAGEMENT FOR CABINETS IN ACCORDANCE
WITH IEC 60297 AND IEC 60917 SERIES -

Part 2: Design guide: Method for the determination
of forced air-cooling structure

1 Scope and object

IEC 60917 series.

This design guide contains the following:

a) Thermal interfaces of subrack and/or chassis based e
e Reference temperature
e Preferred airflow conditions
o Airflow volume conditions
e Standard air

b) Procedures for determining compatible
typical thermal interface.conditions

rced a w conditions in a cabinet by applying
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

STRUCTURES MECANIQUES POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
GESTION THERMIQUE POUR LES ARMOIRES CONFORMES
AUX SERIES CEI 60297 ET CEI 60917 -

Partie 2: Guide de conception: Méthode pour la détermination
de la structure de refroidissement par ventilation forcée

AVANT-PROPOS

alisation
. ka CEI a
dans les

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisatigh
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les gude

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl g
du possible, un accord international sur lg

s'assure de I'exactitude du contenu technique de

es public
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interp éta en est faife par un quelconque utilisateur final.
4) i Nte i i e, tes Cgmités nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la

< conformité. Des organismes de certification indépendants
, dans certains secteurs, accédent aux marques de

s sont en possession de la derniére édition de cette publication.

imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

e la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

toute autre Pubtication d

8) L'attention est attirée“sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de brevet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tache principale des comités d’études de la CEIl est I'élaboration des Normes
internationales. Exceptionnellement, un comité d’études peut proposer la publication d’une
spécification technique

e lorsqu’en dépit de maints efforts, I’'accord requis ne peut étre réalisé en faveur de la
publication d’une Norme internationale, ou

e lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou quand,
pour une raison quelconque, la possibilité d’'un accord pour la publication d’'une Norme
internationale peut étre envisagée pour I'avenir mais pas dans 'immédiat.

Les spécifications techniques font I'objet d’un nouvel examen trois ans au plus tard aprées leur
publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales.
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La CEI TS 62610-2 Ed.1.0, qui est une spécification technique, a été établie par le sous-
comité 48D: Structures mécaniques pour équipement électronique, du comité d’études 48 de
la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements
électroniques.

Le texte de cette spécification technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquéte Rapport de vote

48D/459/DTS 48D/470/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette spécification technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie

général
pour les

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une éd

* amendée.
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INTRODUCTION

La puissance dissipée par les serveurs de pointe, les équipements de télécommunication et
les contrbleurs électroniques a augmenté trés rapidement (loi de Moore). Pour les systémes
électroniques, la gestion thermique est devenue critique pour le maintien des performances et
de la fiabilité.

Pendant longtemps, le refroidissement par convection d’air a constitué une solution adéquate
et fiable. Généralement, I'air frais entrait dans un systéme par le bas et I'air chaud ressortait
par le haut. Cependant, avec 'augmentation de la densité d’assemblage, la dissipation de
chaleur des composants a nécessité une “compartimentalisation” des fonctions a l'intérieur
d’'une armoire. Les bacs a cartes et les chassis individuels exigent leurs propres solutions de

ventilateurs.

En l'absence de guide, les concepteurs de bacs a cartes %
généralement le probléme par des solutions de refroidissem >
spécifique et l'intégrateur de systémes dans les armoires se

Le présent guide~es
systémes de ba

solutions de refroitiss

Ce guide se fon
de normes C
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STRUCTURES MECANIQUES POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
GESTION THERMIQUE POUR LES ARMOIRES CONFORMES
AUX SERIES CEI 60297 ET CEI 60917 —

Partie 2: Guide de conception: Méthode pour la détermination
de la structure de refroidissement par ventilation forcée

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEI 62610 fournit des méthodes compatiblesdesti armoires
a refroidissement par ventilation forcée assemblées contenant deg bags a\cares ®t/ou des

Le présent guide de conception contient ce qui suit:
a) Interfaces thermiques d’équipements constitués de s_a & s~et/ou de chéssis a
I'intérieur d’'une armoire
e Température de référence
e Conditions préférentielles de circtlation” ok

e Conditions de volume de circulation dkai

e Airnormal
b) Des procédures pour dg es con de girculation d’air forcée compatibles a
I'intérieur d’une armoirte en appliquant les ditioms d’interface thermique types

indiquer la conception des produits. lls n’ont
gu’'une vocation i ination de la structure de refroidissement par
ventilation forcé@
La terminologie utilis® a CEI 60917-1.






